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[이 기술적 자료를 사용함에 있어]
이 자료는 ㈜에스엠이의 허가 없이 이 자료를 전부 또는 일부를 복사하여 상업적 사용으로 사용하는 것을 금지합니다.
자료를 만든 목적은 창립30주년 기념으로서 교육용(대학교, 전문대학, 공업계 고등학교 etc) 또는 개인적인 관심이 있는분만 
사용이 가능하며, 매년 기술자료가 추가가 될 예정입니다.
단, 교육용으로 사용할 경우 파일이 필요하면 담당자(대리 박기태 010-9292-0717)에게 신청하여 주시기 바랍니다.

경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, U-Tower A동 617호)
TEL. 031-525-3355     FAX. 031-525-3359

E-mail: sme9405@naver.com    Skype: sme9802
긴급연락처: 010-5274-3219
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붓도금 용액(Pcb 및 반도체 수리보수용 etc)

드릴 재생 연마기(드릴 1개당 재생 시간 30Sec!)

납땜 연습용 기판(부품 포함) 동작용 기판(납땜 연습 포함)

아노다이징 제작 Kit

침적도금 용액

엔드밀 재생 연마기(엔드릴 1개당 재생 시간 90Sec!)

테프론 와이어,내열성 와이어,무세척 플럭스,변환용 기판,PCB동판 etc

※홈페이지 (www.smekorea.com) 을 보시면 기술적 자료와 많은 연구용 취급제품들을 확인할수 있습니다.

취급품목Pcb sample Line

PCB 리페어 장비 및 용액

도금 용액

드릴▪ 엔드밀 재생 연마기 기타

납땜 연습용 기판

PCB 가공 시스템 엣칭 System
Eleven-Lab

반자동 Model

Auto-Lab

전자동 Model
(Auto Tool Change)

자외선 노광기

그린 라미네이트

탁상용 분무엣칭기

초경용 컷트기 감광기판(포지용)

웰딩기 PSR박리액 패턴 재생용 실버 PCB기판 보관렉 경화용 에폭시 붓금도금액, 붓동도금액  etc

금도금(24K,18K,14K, 핑크골드 etc) 동도금,니켈도금 etc 석도금,아연도금 etc 은도금,금도금 박리액 etc 건전지용 붓도금 KIT

드릴 재생 연마기(신제품) 드릴 재생 연마기가공범위:(2~50mm) 선반 Tool 보관대 건드릴 재생 연마기가공범위:(3.5~33.5mm) 진공 흡착 테이블 변환용 
기판(핏치)

콘넥트 
변환용 기판

만능기판 외 
75종류

SUS용 플럭스,
무세척 플럭스 etc

랩핑 와이어,내열선 
와이어,보관렉etc

납땜용 점프 
와이어 etc

Chip SMD(Only) Chip SMD+Led+엑셀부품 Chip SMD+IC+S/W Chip SMD+엑셀부품+Dip부품  코로나 19 박멸 동작기판 음성반응 LED 동작기판 LOVE 점멸 동작기판 SMD LED 점멸 동작기판

금도금(24K,18K,14K, 핑크골드 etc) 무전해 니켈도금,전해 니켈도금 etc 니켈,동,금,백금,코발트 도금 양극판 etc 동,니켈,아연,착색제 etc 은,흑진주,아연,주석 무전해 니켈 etc

엔드릴 재생 연마기 가공범위:(2~13.5mm) 엔드릴+드릴  연마기 가공범위:(2~13.5mm) 콜렛 보관 BOX 드릴+엔드밀 절단기(특허품:공냉식) 밀링 테이블 Slot Cover
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앞공정

반도체가 만들어지기까지
Semiconductor Manufacturing Process
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Stripe 격벽 형성

반도체 제조 공정 개요

단결정 실리콘으로 가공 한다. 열처리장치내 웨이퍼을 넣고 산소가스 
주입으로 산화막 생성 시키고 

CVD법으로 질화막을 축척 한다.

1.실리콘 기판 2.산화막·질화막 형성
실리콘 웨이퍼 실리콘 질화막

실리콘 산화막

빛이 닿은 부분에 감광액이 없어지는 포지형 레지스트 레지스트가 있는 부분만 남는다.

5. 현상 6. 에칭
웨이퍼 표면에 균일하게 도포한다. 유리막 웨이퍼에 맞추어 UV라이트로 전사한다.

3. 포토 레지스트 도포 4. 노광

포토레지스트
UV라이트

글라스마스크

에칭 후 불필요한 레지스트를 제거한다. 산화막을 쌓아 층간 절연막을 형성한다.

7. 레지스트 박리▪ 세정 8. 절연막 형성
산화막

고르지 않게 증착 된 필름 표면을 
연마하고 평탄화 한다.   

산화막은 열 산화에 의해 증착되고, 
표면 질화 처리된다.

9. 평탄화 10. 산화막 형성
STI

트렌치에 금속막을 채우고, 여분의 막은 
연마하여 제거한다. 층간 절연막 퇴적, 
금속막 매립/연마 프로세스를 필요한 

배선층 수만큼 반복한다.

완성된 웨이퍼에는 같은 LSI 칩이 수백 개 
만들어져 있다. 프로버에서 각 칩에 프로브 
바늘을 접촉시켜 연결한 테스터와 신호를 

주고받으며 칩의 고장을 전기적으로 검사한다. 

17. 배선 형성  18. 프로브 테스트
금속필름 프로브

CVD 공정을 통해 산화막을 증착하여 금속간 
절연막을 형성하고, 표면을 연마하여 평탄화 한다. 

패턴 형성은 컨택홀을 만들기 위해 
유전막에 만들어진다. 

13. 금속간 절연막 형성 / 평탄화 14. 패턴 형성
산화막

UV라이트

웨이퍼는 다이아몬드 블레이드를 
사용해 IC 칩으로 절단 된다.  

낱개로 된 반도체 소자를 은 페이스트 
등의 접착제로 패키지 기판에 고정한다

낱개로 된 반도체 소자를 금 와이어를 
이용해 칩과 패키지 내부 리드에 연결한다. 

에폭시 수지로 외부를 형성한다.

19. 다이싱 20. 다이본딩

21. 와이어 본딩 22. 몰딩

CVD 공정으로 금속부를 매립한다. 금속간 유전막(저유도율막 등)인 층간 절연 
막을 증착한다. 그리고 패턴 형성이 구현 
되어 와이어가 놓일 트렌치를 절단한다.

15. 컨택홀 형성  16. 패턴 형성
금속필름

UV라이트

포토레지스트 위에 UV광을 주어 
회로를 형성 한다.

이온 주입 공정에 의해 추출된 원소는 소스 및 
트레인 영역에 도핑된다. 잔류 산화막으로 덮인 
영역은 도핑 되지 않는다. 도핑된 불순물은 고온 

강화에 의해 트렌치 내에 균일하게 퍼진다.

11. 회로 형성 12. 이온 주입

글라스 마스크 이온 주입

포토레지스트UV라이트

에폭시 수지
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뒷공정

반도체가 만들어지기까지
Semiconductor Manufacturing Process
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